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内容概要

本书主要讲述了印制电路板设计与制造的基础知识，并且汇总了该领域的一般性标准和工艺。
本书提供了日常计算工具、有效的表格、快速参考图及覆盖整个设计过程的完整清单，清楚地解释了
数据的来源及使用和调整方式。
读者可以从本书中了解到当今业界使用的关键设计技术，并为学习更先进的技术打下良好基础。
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章节摘录

版权页：   插图：   5.8.3 确定印制线路／宽度 无论示意图是否完成，电路网格中的电压或电流必须要
确定好。
电流与特定温度下一平方英寸的铜箔厚度有关。
线路的平方英寸通过线路的宽度和所蚀刻铜箔的厚度来定义。
第三个决定因素就是高于室内温度的温度升高。
首先选择一个期望的温度，期望由此得到全面的值。
如果它没有导致层数或者印制板需要的平方英寸的增加，应当选择0℃。
在能够得到的铜箔厚度和能够得到的线路宽度之间做出折中，这是基于对应温度要求得到的两者的结
合。
 对于所有的工作，初始的线路选择应当要比需要的数量大得多，而且应该大于工艺要求的最小数值。
将给出一个对应高级工艺的范例，它是0.006英寸；当然0.008英寸的线路更好，这样在需要时就允许缩
减。
当前的评估不需要使用最小的线路宽度，除非空间很紧张。
 因为热量的增加，电流和平方英寸不是线性关系的，这就意味着计算时没有简单的乘法因子。
 5.8.4 标准化线路宽度 标准化线路宽度也许看起来很奇怪，但是最终线路的灵巧和一致性将证明这样
做是很有价值的。
当要考虑间距时，因为设计师熟悉线路的宽度、间隙和多线路宽度，将根据情况得知安排几条线路所
需要的空间。
虽然外部和内部线路以及间隙可能不同，除非空间十分紧张，可以使用最恶劣的情况。
正如前面所提到的，因为需要较高的绝缘，内部需要较少的空间，但是因为内部线路是封闭在内的，
所以需要更大的线路宽度来散热；因此需要做出折中。
对于最恶劣类型的布线由： 使用内部线路宽度 使用外部间隙 （这一惯例相当普遍，但在一些质量较
差的软件中是无法得到“通过层表确定”属性的）。
 网格布线也十分重要，许多设计师继续倾向于更具美感的印制板，这种印制板就要求网格布线，对于
英寸网格，倍数6也是十分普通的。
例如：0.025英寸网格使用0.012英寸线路，剩下O.013英寸间隙，或者是有效的1：1的比例（12／12）。
 对于1／2盎司铜箔，如果使用0.001英寸的网格，0.006英寸就是通常最小的印制线路（查阅表5.4，可
以查到每种工艺允许的最小铜箔厚度）。
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编辑推荐

《国外电子与通信教材系列:印制电路板(PCB)设计基础》适合PcB设计初学者学习和参考，书中的参考
资料和软件对有经验的设计者和相关从业人员也十分有用。
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